
材料科学コース　カリキュラムマップ

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期

健康・スポーツ
情報Ⅰ 情報Ⅱ
学問知科目

理工学入門 材料科学入門
化学入門
数理・物理入門
電気電子・情報通信入門

情報学入門
機械知能航空入門
社会基盤・環境工学入門

基礎数学 線形代数学A 線形代数学B 複素解析
微分積分学Ⅰ 微分積分学Ⅱ 微分方程式

確率統計学 ベクトル解析
フーリエ解析

物理学A 物理学実験

化学A 化学B 化学実験

生物学 地学

ソフトパス理工学序論 ソフトパス理工学実践

科学技術英語（入門）

社会体験学習

半導体入門 半導体デバイスと製造プロセス 工業経営管理論
原子力工学

数理・データサイエンス基礎および演習 AI基礎および演習 技術者倫理

科学技術英語（物理・材料） 専門英語セミナー

物理･材料理工学実験Ⅰ 物理･材料理工学実験Ⅱ 特別研修
　 特別講義Ⅰ 特別講義Ⅱ

数値計算法 プログラミング学
熱力学 統計物理学 固体物理学 電子物性学
材料組織学Ⅰ 量子物理学Ⅰ 磁性理工学 超伝導理工学
電磁気学Ⅰ 電磁気学Ⅱ 半導体理工学 ナノ理工学
電気回路学 光学 誘電体材料学

材料計測学

データベース セキュリティとプライバシー 人工知能

材料物理化学I 材料電気化学 エコ材料学
材料組織学Ⅱ 材料物理化学Ⅱ 製錬工学

反応工学
半導体デバイス工学

金属構造材料学 鋳造材料学
材料力学 材料強度学 複合材料学

接合工学
非鉄金属材料学

生体材料学

半導体人材育成科目 DS副プログラム科目 赤文字 ： 必修科目
黒文字 ： 選択科目
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